


HEATPIPE SYSTEME
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EFFEKTE
Maximaler thermischer Kontakt
Minimaler Warmewiderstand
Mechanischer Toleranzausgleich
Verbesserter Wirkungsgrad

VORTEILE
Erhohte Langzeitzuverlassigkeit
Homogene Temperaturverteilung
Trockene Aufbringung

Unsere technischen Angaben und Daten erfolgen nach bestem Wissen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik und stellen lediglich unverbindliche
Dritter dar. Sie befreien nicht von der Durchfiihrung eigener Priifungen. Verwendung und Verarbeitung der Produkte liegen aufierhalb unserer Kontrolle
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